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Mikroelektronik

Mikroelektronik bildet das Herzstlick
modernster Technik — und wirkt sich
dadurch direkt im Alltag und Zu-
sammenleben der Menschen aus:
Mikrochips stecken nicht nur in Mo-
biltelefonen, Tablets und Computern.
Mikroelektronik regelt auch die Ener-
gieversorgung, steuert Medizintechnik,
Datenstrome fiir das Internet und er-
moglicht ein fortschrittliches, sicheres
und vernetztes Leben. Die unabhangi-
ge Entwicklung leistungsfahiger Chips
ist deshalb zentral fiir Deutschlands
Wirtschaft und Sicherheit.

Die Hightech Agenda Deutschland
starkt durch Investitionen in Chip-
design, Produktion und den Transfer
von der Forschung in die Anwendung
die Versorgungssicherheit. So wollen
wir Abhangigkeiten reduzieren, robus-
te Lieferketten schaffen und Europas
Spitzenstandort fiir Chip-Produktion
werden.

Ziell1 Chip-Design

Wir ermdglichen leistungsfahige Chips ,,Designed
in Germany“ und machen Deutschland zum euro-
paischen Zentrum fiir Chip-Design.

Ziel2 Transfer

Wir stérken gezielt den Transfer vom Labor in die

industrielle Umsetzung in Wachstumsfeldern und
bauen ein Okosystem fiir ,,Advanced Semiconduc-
tor Technologies® in Deutschland und Europa auf.

Ziel3 Marktanteile

Wir steigern die Marktanteile deutscher und
europdischer Mikroelektronik-Unternehmen und
erhéhen unsere technologische Souveranitat.

Ziel4 Resilienz

Wir starken die Resilienz von Lieferketten und
mindern kritische Abhangigkeiten in der
Chip-Versorgung.
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